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Beschreibung 

Montage von IC's mit Abblockkondensatoren und Leiterplatten 

5 Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung 
aufweisend eine integrierte Schaltung in einem Gehause mit 
Anschlusspins, eine Leiterplatte sowie wenigstens einen Ab- 
blockkondensator . Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf 
ein Verfahren zur Montage einer integrierten Schaltung mit 
10 Gehause, das mehrere Anschlusspins aufweist, auf eine Leiter- 
platte, wobei wenigstens ein Abblockkondensator in einem 
Stromversorgungspfad fur die integrierte Schaltung vorgesehen 
wird . 

15 Bei den heutigen integrierten Schaltungen (IC's), insbesonde- 
re ASICs und Prozessoren, ergeben sich aufgrund der immer ho- 
heren Integration an Funktionalitaten eine entsprechend an- 
steigende Zahl an Ein- und Ausgangen (Pins) . Aufgrund der mit 
der Betr iebsf requenz ansteigenden dynamischen Schaltstrome 

20 dieser integrierten Schaltungen werden fur die Spannungsver- 
sorgung nochmals zusatzlich 30% bis 50% an Pins bezogen auf 
die Gesamtzahl an Pins benotigt. 

Somit miissen die Gehause fur diese integrierten Schaltungen 
25 eine entsprechend groiie Anzahl an Pins zur Verfugung stellen, 
urn eine Verbindung zu einer Leiterplatte und damit auch zu 
anderen Bauteilen zu ermoglichen. 

Oft ist es ublich, bei einer sehr grofien Pinzahl fur diese 
30 integrierten Schaltung Gehause zu verwenden, bei denen die 

Pins flachig unter dem im wesentlichen rechteckigen Gehause- 
korper angeordnet sind. 

Problematisch ist es bei der Montage von integrierten Schal- 
35 tungen auf Leiterplatten allgemein, Abblockkondensatoren 

giinstig anzuordnen. Diese Abblockkondensatoren sind im Strom- 
versorgungspfad der integrierten Schaltung notwendig, da auf- 



200214154 



2 

grund der verhaltnismaflig hohen Leitungsinduktivitat der Ver- 
sorgungsleitungen (beispielsweise in der Grofienordnung von 
100 Ohm) bei hoher Schaltf requenz schnelle Stromanderungen 
uber diesen Weg nicht ausgeglichen werden konnen. Fur eine 
5 einwandfreie Funktion der integrierten Schaltung ist es also 
notwendig, die Stromzuf uhrung zu den Stromversorgungsan- 
schllissen (Stromversorgungspins) breitbandig niederohmig aus- 
zufuhren. Dazu werden also insbesondere diese Abblockkonden- 
satoren benotigt, die moglichst niederinduktiv mit den Ver- 
io sorgungsspannungsanschlussen verbunden sind. Einerseits miis- 
sen also Abblockkondensatoren gewahlt werden, die selbst eine 
moglichst geringe Eigeninduktivitat aufweisen. Das sind bei- 
spielsweise keramische oder andere Arten von Kippkondensato- 
ren mit einer Eigeninduktivitat von bspw. etwa lOOnF. 

15 

Neben der Eigeninduktivitat ist natiirlich auch die Zulei- 
tungsinduktivitat zwischen den Abblockkondensatoren und den 
IC-Pins kritisch, wenn vermieden werden soil, dass Energie 
auf dem Weg zur integrierten Schaltung verloren geht. Es ist 
20 daher dafur zu sorgen, dass die Abblockkondensatoren mog- 
lichst nahe an den Versorgungsspannungspins platziert werden. 

Fig. 1 zeigt schematisch eine bekannte Montagetechnik fur ei- 
ne integrierte Schaltung 1 in einem Gehausekorper 8 auf Lei- 
25 terbahnen 5 einer Leiterplatte 2. Wie in Fig. 1 ersichtlich 
wird die integrierte Schaltung 1 mittels beispielsweise ku- 
gelformiger Anschlusspins 2, 3 direkt mit den Leiterbahnen 5 
der Leiterplatte 4 kontaktiert. 

30 Bei der bekannten Technik gemafl Fig. 1 werden dabei Abblock- 
kondensatoren 6 neben dem Gehause 8 der integrierten Schal- 
tung 1 oder auf der von dem Gehause 8 abgewandten Seite der 
Leiterplatte 4 angeordnet. 

35 Diese bekannte Technik hat indessen mehrere Nachteile. Auf- 

grund der sich durch die Anordnung der Abblockkondensatoren 6 
ergebenden groiien Anschlusslangen der Stromfade zwischen den 



200214154 



3 

Abblockkondensatoren 6 und der integrierten Schaltung 1 erge- 
ben sich hohe Seren-Zuleitungsinduktivitaten, was eine Ver- 
schlechterung der Abblockeigenschaf ten ergibt. 

5 Daruber hinaus steigt der Platzbedarf abhangig von der benb- 
tigten Anzahl an Abblockkondensatoren 6 erheblich. 

Eine weitere, in Figuren nicht dargestellte Moglichkeit be- 
steht darin, die Abblockkondensatoren im Gehause der integ- 
10 rierten Schaltung selbst zu integrieren. Diese Variante hat 

indessen zu Nachteil, dass dadurch die Gehausekosten steigen, 
wodurch diese bekannte Technik nur in Sonderfallen zum Ein- 
satz kommen kann. 

15 Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik ist dem- 

entsprechend Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Technik 
zur Montage von integrierten Schaltungen in Gehausen vorzu- 
schlagen, bei der die Abblockkondensatoren unter geringen 
Kosten und Raumbedarf derart angeordnet werden konnen, dass 

20 die Zuleitungsinduktivitaten zwischen den Abblockkondensato- 
ren und der eigentlichen integrierten Schaltung in dem Gehau- 
se gering gehalten werden konnen. 

Diese Aufgabe wird er f indungsgemaft durch die Merkmale der un- 
25 abhangigen Anspriiche gelost. Die abhangigen Anspruche bilden 
den zentralen Gedanken der vorliegenden Erfindung in beson- 
ders vorteilhaf ter Weise weiter. 

Gemafi einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist also 
30 eine Anordnung vorgeschlagen, die eine integrierte Schaltung 
in einem Gehause aufweist, das mehrere Anschlusspins auf- 
weist. Weiterhin weist die Anordnung eine Lei terplatte auf, 
mit deren Leiterbahnen die integrierte Schaltung mittels der 
genannten Anschlusspins des Gehauses elektrisch und mecha- 
35 nisch direkt kontaktiert ist. Weiterhin ist wenigstens ein 

Abblockkondensator in einen Stromversorgungspf ad fiir die in- 
tegrierte Schaltung aufterhalb des Gehauses geschaltet. 
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Gemaft der vorliegenden Erfindung ist (wenigstens) ein Ab- 
blockkondensator raumlich zwischen der Leiterplatte und der 
integrierten Schaltung angeordnet und jeweils mit einem mit 
5 Masse und einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen An- 
schlusspin des Gehauses der integrierten Schaltung verbunden. 

Die integrierte Schaltung kann insbesondere von einem BGA 
(ball grid array) -Gehause umgeben sein, dessen Kugelmatrix- 
10 Anschlusspins durch Bohrungen in einer Tragerfolie hindurch- 
stehen. Der wenigstens eine Abblockkondensator und die Lei- 
terplatte befinden sich dabei auf der von dem BGA-Gehause ab- 
gewandten Seite der Tragerfolie. 

15 Der wenigstens eine Abblockkondensator kann auf der von dem 
BGA-Gehause abgewandten Seite der Tragerfolie zwischen zwei 
Bohrungen in der Folie aufgeklebt sein. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
20 eine Anordnung vorgesehen, die eine integrierte Schaltung 

aufweist, die wie von einem BGA (ball grid array) -Gehause mit 
mehreren Kugelmatrixf ormigen Anschlusspins umgeben ist. Wei- 
terhin weist die Anordnung eine Leiterplatte auf, mit deren 
Leiterbahnen die integrierte Schaltung mittels der Anschluss- 
25 pins elektrisch und mechanisch direkt kontaktiert ist. Wei- 
terhin ist wenigstens ein Abblockkondensator in einem Strom- 
versorgungspf ad fur die integrierte Schaltung aufierhalb des 
Gehauses geschaltet. Gemaft der Erfindung ist der Abblockkon- 
densator raumlich im Wesentlichen zwischen den kugelf ormigen 
30 Versorgungsspannungs-Anschlusspins des BGA-Gehauses angeord- 
net und mit diesen Versorgungsspannungs-Anschlusspins elekt- 
risch verbunden. 

GemaB einem noch weiteren Verfahren der vorliegen Erfindung 
35 schliefilich ist ein Verfahren zur Montage einer integrierten 
Schaltung vorgesehen, die ein Gehause mit mehreren Anschluss- 
pins aufweist. Das Gehause soli auf eine Leiterplatte mon- 
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tiert werden, indem die Anschlusspins des Gehauses elektrisch 
und mechanisch direkt mit Leiterbahnen der Leiterplatte kon- 
taktiert werden, Weiterhin wird ein Abblockkondensator in ei- 
nem Stromversorgungspf ad fur die integrierte Schaltung auJier- 
halb des Gehauses fur die integrierte Schaltung vorgesehen. 

Gemaft der vorliegenden Erfindung wird der Abblockkondensator 
dabei raumlich zwischen der Leiterplatte und der integrierten 
Schaltung angeordnet und mit einem mit Masse sowie einem mit 
einer Versorgungsspannung verbundenen Anschlusspin des Gehau- 
ses der integrierten Schaltung kontaktiert. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaf ten der vorliegenden 
Erfindung werden dem Fachmann aus der nunmehr erfolgenden de- 
taillierten Beschreibung eines Ausf uhrungsbeispiels unter Be- 
zugnahme auf die Figuren der begleitenden Zeichnungen naher 
erlautert . 

Fig. 1 zeigt eine bekannte Technik zur Montage von 
integrierten Schaltungen in Gehausen mit Abblock- 
kondensatoren und einer Leiterplatte, 

Fig. 2 zeigt eine erste Phase einer er f indungsgema- 
fien Technik zur Montage der Abblockkondensatoren 
zwischen Anschlusspins eines Gehauses einer integ- 
rierten Schaltung, und 

Fig. 3 zeigt die abschlieflende Phase dieser erfin- 
dungsgeraafien Montagetechnik . 

In Fig. 2 ist das Gehause 8 einer integrierten Schaltung zu 
sehen, wobei das Gehause 8 in diesem Fall ein BGA (ball grid 
array) -Gehause 8 mit kugelmatrixf ormigen Anschlusspins 2, 3 
ist. In dem darges tell ten Ausf uhrungsbeispiel , in dem die 
Leiterplatte nicht dargestellt ist, ist ersichtlich, dass als 
weiteres Bauteil im Vergleich zum Stand der Technik eine Tra- 
gerfolie 10 vorgesehen ist, die Bohrungen 9 fur die kugelfor- 
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migen Anschlusspin 2, 3 des BGA-Gehauses aufweist. Die Boh- 
rungen 9 sind derart angeordnet und bemessen, dass die kugel- 
formigen Anschlusspins 2, 3 des BGA-Gehauses 8 in sie eintau- 
chen konnen, wenn die Tragerfolie 10 im Zuge der Montage ent- 
5 sprechend korrekt ausgerichtet ist. 

Wie in Fig. 2 ebenfalls ersichtlich sind die Abblockkondensa- 
toren 6 auf der von dem BGA-Gehause 8 abgewandten Seite der 
Folie 10 zwischen Bohrungen 9 der Folie 10 aufgebracht und 
10 insbesondere mittels einer Verklebung 11 mit der Folie 10 
verbunden . 

Bei der er f indungsgemaBen Montage wird also die vormontierte 
Einheittragerfolie/Abblockkondensatoren zuerst mit dem BGA- 
15 Gehause 8 verbunden, indem die kugelf ormigen Anschlusspins 2, 
3 in die Bohrungen 9 der Tragerfolie 10 eingetaucht werden. 

Schlieftlich werden wie in Fig. 3 dargestellt die kugelformi- 
gen Anschlusspins 2, 3 des BGA-Gehause 8 mit den Leiterbahnen 

20 5 der Leiterplatte 4 im Sinne einer Direktkontaktierung ver- 
lotet. Somit entsteht eine elektrische und mechanische Ver- 
bindung zwischen der Leiterplatte 4 und der integrierten 
Schaltung 1 in dem BGA-Gehause 8. Dabei befinden sich nunmehr 
die auf der Tragerfolie 10 auf gebrachten, insbesondere aufge- 

25 klebten Abblockkondensatoren 6 raumlich einerseits zwischen 
der Leiterplatte 4 und dem BGA-Gehause 8 und andererseits, 
wiederum raumlich, zwischen den kugelf ormigen Anschlusspins 
2, 3 des BGA-Gehause 8. Gleichzeitig werden in diesem Schritt 
auch die Abblockkondensatoren 6 auf die Leiterbahnen 5 verlb- 

30 tet. 

Wie in Fig. 3 ersichtlich erfolgt die elektrische Kontaktie- 
rung zwischen den Abblockkondensatoren und dem jeweils einen 
Anschlusspin 2, 3 der Stromversorgung fur die integrierte 
35 Schaltung 1 somit liber die elektrischen Leiterbahnen 5. Al- 
ternativ oder zusatzlich konnen natiirlich auch die Abblock- 
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kondensatoren 6 direkt mechanisch und/oder elektrisch mit den 
kugelf ormigen Anschlusspins 2 bzw. 3 kontaktiert werden. 

Wie in Fig. 3 ersichtlich ist es dabei vorteilhaf t, dass die 
5 nunmehr entstehenden Strompf ade 7 zwischen den Abblockkonden- 
satoren 6 und der integrierten Schaltung 1 deutlich verrin- 
gert werden, wodurch auch die Abblockeigenschaf ten verminder- 
ten Zuleitungsinduktivitaten verringert werden konnen. 

10 Die Erfindung sieht also eine direkte Anbringung der Abblo- 
ckungskondensatoren unmi ttelbar an den Pins („balls*) vor. 

)t Somit ergeben sich die folgenden Vorteile: 

15 - minimale Serien-Induktivitaten fur gehauseexterne Abblock- 
kondensatoren und somit gute Abblockung von Stticksatzen 
(Stichwort: EMV Vertraglichkei t ) 

- kein zusatzlicher Platzbedarf auf der Leiterplatte, und 

- die erf indungsgemafie Technologie ist kompatibel mit den 

20 verfugbaren Fertigungs techniken fur SMD (Surface Mounted Devi- 
ce) -Bauelementen. 

Die direkte Anwendung von Abblockkondensatoren an die Versor- 
gungsspannungspins auf der gleichen Seite der Leiterplatte 
25 verringert also die mit den Zuf iihrungsleitungen verbundenen 
paras i tar en Indukt ivitaten . 

Es ist darauf hinzuweisen, dass in Fig. 2 und 3 lediglich ein 
Ausfuhrungsbeispiel dargestellt ist, bei dem eine ASIC-spezi- 

30 fisch konf ektionierte Tragerfolie mit aufgeklebten Abblock- 
kondensatoren (z. B. temperaturf este Folie mit Lochraster 
entsprechend der BGA-bolls) verwendet wird. Beim Bestiicken 
der Leiterplatte wird wie gesagt diese Tragerfolie wie ein 
separates Bauteil behandelt, dass genau positioniert unter 

35 dem BGA-Gehause platziert wird. 
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Alternativ dazu konnen einzelne Abblockkondensatoren auch 
ASIC-spezif isch auf der Leiterplatte zwischen den Anschluss 
pad der BGA-balls mit ublichen Pick- and -Placeniaschinen ge 
klebt werden . 
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1. Anordnung aufweisend: 
5 - eine integrierte Schaltung (1), in einem Gehause (8), das 
mehrere Anschlusspins (2, 3) aufweist, 

- eine Leiterplatte (4), mit deren Leiterbahnen (5) die in- 
tegrierte Schaltung (1) mittels der Anschlusspins (2, 3) e- 
lektrisch und mechanisch direkt kontaktiert ist, und 

10 - wenigstens einen Abblockkondensator (6), der in einen 

Stromversorgungspf ad (7) fur die integrierte Schaltung (1) 

| geschaltet ist, aufierhalb des Gehauses (8) 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abblockkondensator (6) raumlich zwischen der Leiter- 
15 platte (4) und der integrierten Schaltung (1) angeordnet und 
direkt jeweils mit einem mit Masse sowie einem mit einer Ver- 
sorgungsspannung verbundenen Anschlusspin (2, 3) des Gehauses 
(8) der integrierten Schaltung (1) kontaktiert ist. 

20 2. Anordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die integrierte Schaltung (1) ein BGA-Gehause (8) auf- 
} weist, dessen kugelformige Anschlusspins (2, 3) durch Bohrun- 

gen (9) einer Tragerfolie (10) hindurchstehen, 
25 wobei der wenigstens eine Abblockkondensator (6) und die Lei- 
terplatte (4) sich auf der vom dem BGA-Gehause (8) abgewand- 
ten Seite der Tragerfolie befinden. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass der wenigstens eine Abblockkondensator (6) auf der von 
dem BGA-Gehause (8) abgewandten Seite der Tragerfolie 
(10) zwischen zwei Bohrungen (9) in der Folie (10) aufgeklebt 
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ist . 

4. Anordnung aufweisend: 

- eine integrierte Schaltung (1), die ein BGA-Gehause (8) mi t 
5 mehreren kugelf ormigen Anschlusspins (2, 3) aufweist, 

- eine Leiterplatte (4), auf deren Leiterbahnen (5) die in- 
tegrierte Schaltung (1) mittels der Anschlusspins 2,3 elekt- 
risch und mechanisch direkt kontaktiert ist, und 

- wenigstens einen Abblockkondensator (6), der in einen 
10 Stromversorgungspf ad (7) fiir die integrierte Schaltung 

( 1 ) geschaltet ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abblockkondensator (6)raumlich im wesentlichen zwi- 
schen zwei Versorgungsspannungs-Anschlusspins (2,3) des BGA- 
15 Gehauses (8) angeordnet und mit diesen Versorgungsspannungs- 
Anschlusspins (2,3) elektrisch kontaktiert ist. 

5. Verfahren zur Montage einer integrierten Schaltung (1), 
die ein Gehause mit mehreren Anschlusspins (2,3) aufweist, 

20 auf eine Leiterplatte (4), auf deren Leiterbahnen (5) die in- 
tegrierte Schaltung (1) mittels der Anschlusspins (2,3) e- 
lektrisch und mechanisch direkt kontaktiert wird, 
wobei ein Abblockkondensator (6) in einem Stromversorgungs- 
pfad (7) fur die integrierte Schaltung (1) vorgesehen wird, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abblockkondensator (6) raumlich zwischen der Leiter- 
platte (4) und der integrierten Schaltung (1) angeordnet und 
direkt mit einem mit Masse sowie einem mit einer Versorgungs- 
spannung verbundenen Anschlusspins (2,3)des Gehauses (8) der 

30 integrierten Schaltung (1) kontaktiert wird. 



6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass die integrierte Schaltung (1) ein BGA-Gehause (8) auf- 
weist, dessen kugelf ormige Anschlusspins (2,3) bei der Monta- 
ge durch Bohrungen (9) einer Tragerfolie (10) hindurch- 
gesteckt werden, 

5 wobei der wenigstens eine Abblockkondensator (6) und die Lei- 
terplatte (4) auf der vom dem BGA-Gehause (8) abgewandten 
Seite der Tragerfolie (10) angeordnet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 
10 dadurch gekennzeichne t , 

dass der wenigstens eine Abblockkondensator (6) vor der Mon- 
tage der integrierten Schaltung (1) auf der von dem BGA- 
Gehause (8) abgewandten Seite der Tragerfolie (10) zwischen 
zwei Bohrungen (19) in der Folie (10) aufgeklebt wird. 

15 

8. Verfahren zur Montage einer integrierte Schaltung (1), die 
ein BGA-Gehause (8) mit mehreren kugelf ormigen Anschlusspins 
(2,3) aufweist, auf einer Leiterplatte (4), auf deren Leiter- 
bahnen (5) die integrierte Schaltung (1) mittels der An- 

20 schlusspins (2,3) elektrisch und mechanisch direkt kontak- 
tiert wird, 

wobei wenigstens einen Abblockkondensator (6) in einem Strom- 
# versorgungspf ad (7) fur die integrierte Schaltung (1) ange- 
ordnet wird, 

25 dadurch gekennzeichne t, 

dass der Abblockkondensator (6) raumlich im wesentlichen zwi- 
schen zwei Versorgungsspannungs-Anschlusspins (2,3) des BGA- 
Gehauses (8) angeordnet und mit diesen Versorgungsspannungs- 
Anschlusspins (2,3) elektrisch kontaktiert wird. 

30 
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Zusammenf as sung 

Montage von IC's mit Abblockkondensatoren und Leiterplatten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur 
vorteilhaf ten Montage von Abblockkondensatoren der integrier- 
ten Schaltung. Eine integrierte Schaltung 1 weist dabei ein 
BGA-Gehause 8 mit mehreren kugelf ormigen Anschlusspins 2, 3 
auf. Weiterhin ist eine Leiterplatte 4 vorgesehen, auf deren 
Leiterbahnen 5 das Gehause der integrierten Schaltung 1 mit- 
tels der Anschlusspins 2, 3 elektrisch und mechanisch direkt 
kontaktiert wird. Wenigstens ein Abblockkondensator 6 wird 
raumlich im Wesentlichen zwischen zwei Versorgungsspannungs- 
Anschlusspins 2, 3 des BGA-Gehauses 8 sowie zwischen der Lei- 
terplatte 4 und dem Gehause 8 der integrierten Schaltung 1 
angeordnet . 



Figur 3 



